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saProcedeu de realizare a cablajelor
cu gauri metalizate

57) Rezumat

Prezenta inventic se referd la un proccdcu de
realizare a cablajelor dublu placate, cu gduri
metalizate, destinate montajelor electronice.

‘Procedeul, conform inventiei consti in urmé-
torul flux tchnologic: debitare, gaurire, debavura-
re-asperizare, degresare, decapare-asperizare chimi-
ci, metalizare, aplicare fotorezist solid, expuncre,
developare, fixare, depunere cupru electrochimic,
depunere de aliaj Sn-Pb electrochimic, indepartare

; Grupa: 28 .

folorezist, corodare, retopire, fiind realizatd prin
cuprare directd in sistem magnetron timp de 5.7
min, la o presiune a gazului de lucru de
4,5...6x10° bari curent de descircare de 2..3 A,
tensiunea de lucru de 550 Ve.c, cu catod de cupru,
timp in care probele sint rotite cu cca 1,5 rot/min
asigurind astfe] un strat continuu de cupru in orifi-
ciile supuse metalizirii la cca 1 pm cu aderentd
corespunzitoare scopului propus. '
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Prezenta 1nven;1e se rcfera la un’ procc-' .
deu de realizare a’ cablajelor- dublu pla- -

~cate, cu giuri metalizate, destlnate monta-
jelor electronice. . : e
~Se cunoaste un procedeu de reahzare a
cablajelor dublu placate cu giuri metali-

' zate, constind i in .urmatorul flux; debitare -

cablaj, giurire, debavurare gauri, degre-
sare chimicd, decapare, dezoxidare, pre-

. gatire-activare, activare, depunere paladlu
indepartarea coloidului de protectie, cu-

prare chimicd, cuprare electrochimica,
protectia cu fotorezist solid,
_developare, fixare, depunere Sn-Pb_elec-
trochimic, indepartare fotorezist, coro-
dare, retopire.

Acest procedeu prezinti urmitoarele

dezavantaje: foloseste materiale de acti-

vare deficitare (clorurd de paladiu) si
impune acceptarea dezavantajelor proce-

deelor chimice (instabilitatea solutiilor si B

mentinerea in parametrii optimi). .
Aceleasi dezavantaje le implici si

procedeul in care in loc de fotorezist solid -

se foloseste cerneala serigraficd.

Scopul inventei este eliminarea pala-
diului din tehnologia de realizare a cabla-
jelor cu gauri metalizate.

Problema tehnicd pe care o rezolvid
inventia este o tehnologie la scard indus-
triald pentru cablaje cu giuri metalizate,
eliminind activatorii chimici prin depu-
nerea directd a cuprului.

Procedeul, conform inveniei, inlaturs

dezavantajele prin aceea ci foloseste

‘metalizarea, prin cuprare directd in sistem
magnetron timp de 5..7 min, la o pre-
siune a gazului de lucru de 4,5..6x10°
bari, curent de descircare de 2..3 A,
tensiunea de lucru de 550 Ve.c, cu catod
de cupru, timp in care probele sint rotite
cu cca 1,5 rot/min, asigurind astfel un
strat continuu de cupru in orificiile supuse
metalizirii de cca 1 Hm cu aderentd
corespunzitoare scopului propus.

Se di in continuare un exemplu de

realizare a circuitului dublu placat cu

gauri metalizate, conform inventiei.
Se debiteazd o placd de steclotextolit
dublu placat la dimensiunile utilajului

expunere, .
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- coordonator (incinta de metalizare), se giu-- -
‘regte cablajul pe masina de gaurit cu turatie
ridicatd (min 30000 rot/min, scule adec- ..~
wvate), 'se face o debavurare-asperizare cu”
- hirtie abrazivd de medie granulatie, se

degreseaza in solutie de carbonat de sodiu
15 g/l; fosfat trisodic 30 g/l, hidroxid- de

. sodiu 10 g/1, pH-ul solupm fiind cirea 13, -
folosindu-se in acest scop ‘apa dclomzata';j,v e
timp - de 5.7 min ‘la tempcratura de’ oo /

55...60°C, urmati de o spilare in cascad,
cité 3 min fiecare, de decapeazi §i se aspe- -
rizeazd in vederea cresterii aderentei de
strat metalizat in solutie de acid sulfuric 90 -
g/l apa oxigenata 20-30 g/l stabilizator 40 -
ml/] la temperatura cametei, timp de 2 min,
se face o spilare in cascadi cu api deioni-
zatd, se face uscare fird ‘evaporarea forfa-
ti a apei, se trece cablajul in incinta insta-
lajiei de metalizare tip magnetron timp de -
5...7 min, la o presiune a gazului de lucru

'de 4,5...6x10” bari, curent de descircare de

2.3 A, tensiune de lucru 550 Ve.c, cu
catod de cupru, timp in care probele sint
rotite cu 1,5 rot/min, asigurind astfel un
strat continuu de cupru in orificii de circa
I pm, cu aderenfa corespunzitoare sco-
pului propus.

Se scoate apoi cablajul din incinta tre-
cind direct la aplicarea fotorezistentului -
solid pe ambele fefe pe un laminator, la
temperatura de 60...120°C, se face expu-
nerea dublu fatd pe un echipament previ-
zut cu pompa de vid in vederea realizirii
unui contact intim intre filmul de expus si

‘cablaj, la lumina ultravioletd, timpul si

distanta de sursa fiind determinate experi- :
mental in functie de caracteristicile fotore-
zistentului. Se developeazi in solutie de
carbonat de sodiu 10 g/l cu spalari intermi-
tente si se fixeazd in solutie de acid sul-
furic 20 ml/l, cablajele astfel pregitite
urmind un traseu de depunere electrochimi--
cd a cuprului pind la grosimea de 6...7 um

. din solutii acide cu compozitie de sulfat de

cupru 70...100 g/l, acid sulfuric 170...190
g/l, cu adaos de 1...3 ml/l alcool etilic, la
temperatura de 20...30°C si densitate de
curent de 1...2 A/dm’, avind anozi de cupru
cu supafatd corespunzatoare procesului,
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" sub agitare contmua sia ahaJulul Sn-Pb

din solutii de fluoroborat de staniu 12...16

g/l fluoroborat de plumb 12...16 g/l, acid

- fluoroboric 35 ....45 gfl; acid boric 20...25 -
- gfl, formaldehida 40 ml/l, adaosuri de

Juciu, la temperatura de 20..22°C si den-
‘sitate de curent de 1.3 A/dm sub agi-
_tare _continud. Se mdeparteaza fotore-

. zistul solid in solutie de hidroxid de sodiu -

10 g/l la' temperatura de 60°C, se face
corodarea in solufie de acid sulfuric 50
mlfl §i apd oxigenatd 150 ml/l la tempe-

ratura de 50°C, se face retopirea prin soc

termic pe o instalatie speciala la tempera-

tura de topire c_orespunzétoare aliajului» "

Sn-Pb depus. .
Inventia prezintd urmatoarele avantaJe

- eliminarea proceselor chimice deo- -

sebit de sensibile din punct de vedere
tehnologic;’

- eliminarea folosirii materlalelor defici-
tare si deosebit de scumpe (paladiu);

- smphtatea instalatiilor necesare reali-
zarii acestui procedeu;

- posibilitatea folosirii i altor tipuri de
fotorezisti, cu modificarea corespunza-
toare a fluxului specific acestora, sau a
cernelii serigrafice, de asemenea cu modi-
ficarile corespunzatoare din flux;

10
. placate cu gauri ‘metalizate folosind un flux
- tehnologlc debitare, gaurire, debavurare-as-
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- crestetea productivité;ii muncii prin -

eliminarea fazelor chimice §i automatlzarea o
procedeului de metalizare;

- scaderea substantiald a costului pe um-' ‘
tatea de cablaj dublu placat cu gaur1 meta-

" lzate.

Revendicare .
Procedeu de realizare a cablajelor dublu
perizare, degresare, decapare asperizare

chimica, metalizare, aplicare fotorezist
solid, expuriere, developare, fixare, depu- -

_nete cupru electrochimic, depunere de aliaj

Sn-Pb electrochimic, indepartare fotorezist,

~ corodare, retopire, caracterizat prin aceea

ca foloseste metalizarea, prin cuprare direc-
ti in sistem megnetron timp de 5...7 min,
la o presiune a gazului de lucru. de

© 45...6x10° bari, curent de descircare de

2...3 A, tensiunea de lucru de 550 Ve.c, cu
catod de cupry, timp in care probele sint
rotite cu cca 1,5 rot/min, asigurind astfel un
strat continuu de cupru in orificiile supuse
metalizarii de cca 1 um cu aderenta cores-
punzatcare scopului propus.
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